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Este invencién se relaciona con el empague-
tamiento de conjuntos de circuitos eléctricos. En un espec
10, la invencién se relaciona con un método, y con el erti-
culo producido mediente €1, en el que se proporciona una .

5 ' proteccidén contra el medio ambiente a componentes eléctri-
Y
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cos discretos, de un conjunto de circuitos eléctricos minia-

turizados hibricos.

. Durante le fabricacidén tipica de conjuntoside cir -

" cuitod eléctricos moduladores, una de las primeras operacio-

nes de acoplaniento es el.montaje de componentes discretos,
tales como diodos, transistores, capacitores fragmentales 6
wnidades de circuitos integrados, sobre un sustrato para cir-
cuitos. Estos componentes se conectan luego eléctricamente
a8 otros elementos fe circuitos mediante finos hilos, ordina-
rieumente de oro, de un didmetro del orden de dos centésimes
de milimetro. _ |

+ Los hilbs y dispositivos semiconductores son extre-
madamente vulnerables a las condiciones ambientales, tales
como hongos, suciedad, humedad, humos nocivos, etc., y al tra
tamiento quimico y mecénico implicado'en las subsiguientes
operacioges de manipulacién y/o montaje, tales como la solde-

dura de conductores eléctricos externos al sustrato de circul

- t09. Por consiguiente, ha de proporcionarse algin tipo de

protebcién pare aislar los componentes & hilos de los efectos
nocivos de les subsiguientes condiciones de elaborgcidn y/0
‘ambienteles, sin influir en sus propiedades eléetricas., Ge-
neraelmente, el producto acabado ha de revestirse con un mate
.rial que resista unos ambientes quimicos relativamente adver
sos,‘sin que pierda sin eﬁbargo su especto estético. También
ha‘denfesistir condiciones especificas de vibracién, chogues
Y eaceleraciones. .Igﬁés estos factores han de materializarse
dentro de ciertos limites econdémicos, de manera que el con-
Junto pueda exﬁenderse a un.éqsto relativamente bajo. ’
Para a?licac;?nesﬂen las que no se requiere un al-

to grado de hermeticiéad;_eéta.proteccién es tipicamente pro-
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'porcionada'mediante'gl encapsulado de los hilos y diébosi-
tivos sgmiéonductores con ﬁna resina orgdnica termoéﬁdure-
cibvle. Esté resina, tal como una resina al silicio 6 epo-
xidica, sé aplica ordinarismente en forma liguida mediante

5. ’ un gplicador del tipo.de jeringa. En algunas aplicaciones,
| esta resina, cuando se cura a un estado endurecido, es ls
dnica proteccidn proporcionada contra el medio ambiente.
En otras aplicaciones, la resina es por lo menos parcialmen
te curada para proporcionar una’proteccién provigional du-
10. rahte las subsiguientes operaciones de elaboracién ¥, una
vez fijados los conductores externos, le totalidad del sug
trato.de circuitos se encapsila con un recubrimiento de
otra resina orgdnica, tal como resina fenélica 6 epoxidica,
para proporcionar la proteccidén contra el medio ambiente.
15. Este recubrimiento se aplica ordinariamente, en forma li-
quida'o pulverizada, mediante inmersién, pulverizaciébn, ¢
a pincél ¥ luego se cura a un estado sélido é infusible me
dianté calentamiento,
Estas técnicas del arte anterior presentan va-
20, rias desventajas. Ademds de la dificultad de suministrar
una cantidad precisa de resina 11qui@g répidamgnte ¥y con
precisién, es extremadamente diflcil controlar el drea de
aplicacidén. Por ejemplo, cualquier cambio en la viscosi-
dad de la resina liquida, resultante de variaciones en la
25, composicidn, temperatura, etc., produce variaciones en el
espesor del revestimiento protector y en el drea superfi-
olal del sustrato de circuitos cubierta, al fluir el liqui
do sobre ella., Por consiguiente, el operario tropieza
constantemente con el problema de asegurar la aplicacidn

30. de una suficiente cantidad de resina liquida para proporcig
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nar la deseada proteccidén contra el meﬁio ambiente, sin
que fluya sobre dreas no deseadas, tales como vias condue-
toras a las que han de soldarse por inmersidén cohduc{ores
eléctricos en une subsiguiente operacidén de montaje. ELa
presente tendencis a la miniaturizacidn con ccmplicadés ai

sefios de circuitos, hace més crucial aln el preciso control

;de drea de aplicacién,

Debido a los diferentes modos de aplicacidén utili
zados en las técnicas del arte anterior, e% material emplea
do para proporcionar la proteccién provigional no es ordi-
narigsmente el mismo que se-ﬁtiliza como encapsulador final.
Una diferencie en los coeficientes de dilatacidn térmica
de los dos materiales tiene frecuentemente por resultado
tensiones internas y agrietamientos, con la coﬂsiguiente
pérdida de proteccidn contra le humedad, cusndo el conjun-
to acabado se somete a ciclo Hérmico. -

El objeto principal de esta invencién es propor-
cionar un método simplificado y econdhico de produccidn de
wna perfeccionada proteccidén contra el medic ambiente para
conjuntos de circuitos eléctricos. :

Otro objeto de la invencién es proporcionar un
perfeeeionado nétodo y un conjunto de cifeuitos eléetricos,
en los gue puede controlarse con precisién la cantided y el
érea de aplicacidén de la proteccidén contra el medio ambien.
te para componentes discretos.

Otro obje%o de la invencién es proporcionsr tales
métodos y conjuntos de circuitos eléctricos, en los que se
reducen al minimo las tensiones internas dentro de los re~
vestimientos protectores contra el medio ambiente, resulitan
tes del ciclo térmico.
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De acuerdo con esta invencidén, se forma primers-

mente un material termoendurecible orgdnico en un cuerpo

|
. provigto de una cavided suficiente para acomodar el compo-

nente eléetrico a proteger. ELl cuerpo, preferiblemenﬁe en
forma de copa, se coloca luego sobre la superficie del%sqg
trato de circuitos, en posicidén invertida, sobre el ooﬁpo—

nente eléctrico e hilos conectores asociados que han de

%rotegerse también contra el medio ambiente, Preferible-

mente, el sustrato se precalienta a la temperatura por en-
cima de la cual el particular material termoendurecible
usado se tdrna pegajoso. El conjunto se calienta luego pa
ra curar, por lo menos parcialmente, el material ftermoendu
recibie. Para las aplicaciones en las que la proteccidn
contra el medio ambiente proporcionada por esta aplicecién
iniciel de material es insuficiente sin un recubrimiento
adicional, el material termoendurecible se cura por comple
t0 & un estado endurecido en esta operacién. Para otras
aplicaciones en las que esta aplicacién inicial de material
terﬁoendurecible Se usa como proteccidn proviéional, el ma
terial termoendurecible preformado se cura prefe§iblemente
36lo de manera parcial en esta operacidn, aungue puede cu-
rarge por completo si se desea. Después de que el material
preformado ha sido por 1o menos parciaslmente curado y tras
el completamiento de otras operaciones de montaje, tales
como soldadura sobre conductores externos, se aplica un re
vestiniento protectér externo de un material térmoendurecl
ble orgénico, preferiblemente el mismo material usado para
la copa brefdrmada, sobre la superficie del conjunto, y se

calienta la totalidad de éste para curar el recubrimiento

¥ el cuerpo preformado a un estado s6lido, al objeto de pro-
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porcionar un revestimiento protector final.
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Los materiales termoendurecibles organicos utili-

zables en esta invencidén para formar el cuerpo y el recu~-

- brimiento son gzeneralmente los que requieren algun {tipo de

curado 6 endurecimiento y se distinguen de los materiales

© termoplédsticos en que, una vez gque los materiales termoen-

durecibles han tomado forma en estado curado, no pueden
formarse mediante fusién y reformacién. Estos materiales
tienen preferiblemente un punto de descomposicidén ragona-
blemente superior a su punto de fusidén (antes del curado 6
fraguado) y wa punto de fusién inferior = una temperatura
gue seria'nociva para los ﬁispositivos semiconductores ob-
Jjeto de proteccidén., Ejemplos representativos de tales ma-
teriales incluyen & lag resinas de fenol-formaldehido, re-
sinas de urea-formaldehido, resinas alquidicas, resinas de
melaminé—formaldehido, poliésteres insaturados, resinas al
silicié, resinas epoxidicas, resinas de poliésteres y mez-
clas de ellas, siendo preferibles las resinas epoxidicas
bisfenélicas de "etapa B" 6 semicuradas, gue se fluidifi-
can fécilmente béjo caelor y reducida presién, *

El término "meteriales termoendurecibles orgéni-
cos", tal como aqul se usa, no se limita a las resinas, si
no Que pretende incluir cualquier materiel dotado de carag
teristicas similares. El curado de materiales de este bi~
po tiene lugar bajo una éerie de condiciones y mediante uwn
conjunto de mecanismos bien conocidos en el arte. Como es
bien reconocid§ éh'éste, tales materiales termoendureci-
bles orgénicos puedén incluir varios rellenadores y pigmen
tbé para obteier ciertas caracteristicas fisicas, quimicas'

y eléctricas, deseédéé;iasi como efectos estéticos,
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Otros objetos y ventajas de ?sta invencidn resul-

T
YO Y

tardn evidentes para los expertos en el arte mediante la

siguiente descripeidn, y los dibujos adjuntos, queldetallan

,un ejemplo de ejecucion.

Las figuras la e ld son vistas en perspectiva
de un conjunto de circultos eléctricos en varias fases de
nmontaje de acuerdo con esta invencidn; y

La figura 2, es una vigta en seccidén transversal
tomade a lo lergo del plano sefiealado por la linea 2-2 de la
figura lc.

La primera operacidén del método de esta invencién
es la formacién del meterial termoendurecible orgénico en
un cuerpo proviéto de una cavidad o entrante. Aunque el
cuerpé puede preformarse mediante una serie de métodos con
venclonales, tales como moldeo por transferencia, el mate-
riel termoendurecible se éhcuentra preferiblemente en for-
ma de polvo y se compacta en forma de copa mediante dispo-
gitivos de compactacidén mecédnica convencionales, tales co-
mo por prenses convencionales de troqueles 6 punzones for-
madéres de paétillas,.ampliamente usados en el arte de la
cerdmica. Esta compactacidén mecdnica del materi;i termoen
durecible sin el uso de celor permite el empleo de resinas
epoxldicas parcialmente curadas 6 de "etapa B" cominmente
usadas para el recubrimiento en los procedimiéntos del ar-
te agterior. "El uso del mismo meterial rara el cuerpo pre
formado y para el recubrimiento es particularmente preferi
ble, porgue se elimina toda acumulacién de tensiones inter

nas resultantes de una diferencia en los coeficientes de

dilatecién térmica. Sin embargo, el uso del mismo material -

para el cuerpo preformado ¥ el recubrimiento no es necesa-

.

S —————————————— vy < b o ¢
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" meabilidad del revestimiento protector curado.
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rio siempre que los coeficientes de dilatacién térmica de

los mismos se aproximen razonablemente éntre si, de manera

' . . . |
que se reduzcan al minimo las tensiones internss durante el

ciclo térmico. Ia densificacién del meterisl termoen&ureu
. i
cible producido por la compactacidén reduce también le per-

; El material termoendurecible puede formerse en
?ualquiera de une serie de configufaciones externas; tales
como hexaédricas, semiesféricas, e¢ilindricas, troncocénicas
¥y similares; siendo el Unico requisito el dé gue el cuerpo
preformedo tenge une cavidad & entranté suficientenmente
grande- para acomoedar el componente eléctrico e hilos aso-
ciados a proteger y, pfeferiblemente, que se disponga un re
borde periférico alrededor de la cavidad para los fines que
se expondrén més adelante.- Bl material pulverizado puede
ser de cualquier tamaﬁo<de particula adaptableba su compac—
tacién-en la deseada forma de copa, con suficiente integri-
dad estructural para la manipulacién necesariz en el monta-
je sobre el sustrato de circuitos. Generalmente, cuando
ge usa una prense troqueladora formadora de pastillas, pue-~
de emplearse una presién de compactacidén del orden.de T70'3
a 703 kg/bm2 (kilogramos por centimetro cuadrado) eproxima-
danente, con el material & temperaturs ambiente, para obie-
ner una adecuada compactacidén del materisl pulverizado.

Lag figuras la a 1d dilustran un dispositivo
de circuitos eléctricos, designado con su conjunto por 10,
durante+ varias fases de montaje, en las que se proporcio-
na una proteccién contra el medio ambiente de zcuerdo con
esta invencién. Debe entenderse que los diversos elemen-

tos de circuito mostrados en esta figura han sido agrandados
3
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congiderablemente a efectos ilustrativos. En le prdctica

efectiva, las dimensiones totales del dispositivo jlustra-

. do pueden ser tan pequeilas como de 2,54 x 2,54 x 1427 mill

métros.

Como se muestira en la figura la, el sustrato de
eircuitos 12, construido de un material aislante, tal como
vidrio, sltmina, 6xido de berilio ¥ otro material cerédmico,
posee unas vias conductoras metalizadas 14, 16 y 18 aplica-
das a la superficie de aquél mediante mella de seda, evapo-
racién, chapado U otros medlos adecuados. Un componente
eléctrico, teal como un ‘transistor 20, se une al susgtrato
de circuitos 12 de maners convencional, tal como mediante
uwnién por termoéompresién, de manera que su base se encuen-
tre en relacidén conductora con le via conductora 16, como
se muestra en la figura lﬁ. Delgados hilos de oro 22 y 24
conectan eléctricamente el emisor y el colector del transig
tor 20 a las vias conductoras 14 y 18, respectivamente.
Estps hilos se unen al transistor y a las vias conduetoras
mediante técnicas convencionasles, tales como med@ante unién
por termocompresién 6 unién ultrasénica. ’

Iuego se coloca sobre el transistor 20 y los hi-
los 22 y 24 (figura lg)un meterial termoendurecible orgsni-
co, tal como resina epoxidice bisfendlica, que ha sido for-
madg.ep un cﬁerpo preformado 26 como se indica anteriormen-
te. En la posiciéh invertida, como se muestra en la
figura 2, el cuerpo.26 tiene una cavidad 28 suficientemente
grande paratécomddaf-al transistor 20 y & los hilos 22 y 24,
evitando asiﬁtddé daiio a ios mismos al colocarse el cuerpo. |
sobre ellos pof'med%os convencionales, tales como un dispo-

sitivo de ceptacibén al vacio.
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A fin de que el cuerpo 26 se mantenga e pogicidn

duraente la menipulacién, es preferible el uso de mgdios pa-

. ra fijar adhesivamente el citado cuerpo al sustratq 12, tal

'coﬁo'con ung peguefia cantidad de un adhesivo epoxidico 1li-

quido compatible aplicado al reborde periférico 30. Kl ma
terial termoendurecible orgdnico del cuerpo 26 se calients
preferiblemente para curarlo 6 acelersr el curado (si el
meterial es curable a temperstura ambiente); por consiguien
te, este adherencia se realize mds preferiblemente precalep
tando el sustreto de circultos a una temperatura superior
a la de reblandecimiento del cuerpo 26, pero inferior a le
que resulte nociva para el transistor 20, Generalmente,
puede usarse una temperatura de precalentamiento del orden
de 121 & 149¢C aproximadamente, con la mayoria de los mate-
riales termoendurecibles bigénicos utilizables en esta in-
vencidn. »

Se ha observado que la prov?sién de wn reborde
periférico en el cuerpo preformadéAes particularmente venta
jdsé rara obtener la mejor cobertura protectora de ccmponen

tes eledtricos, Cuando'el material termoendureéﬁble se
forma con una configuracidén plana sin reborde periférico,
el material tiende a contraerse respecto al sustrato duran-
te el curado. El reborde periférico permite una unién ini-
cia;_del cuefpo preformado al citado reborde y se elimina
sustancialmente la qontraccién respecto a la superficie del
sustrato al curar éi material.

Después de que el cuerpo 26 se ha colocado sobre
el transmstor 40 ¥ los hmlos 22 y 24, se calienta el conjun
to para curar por 1o Henos parcialmente el material termoen

durecible, a fin de establlizarlo contra subsiguientes ope-
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raciones de elaboracién; por ejemplo el material queéé'Suy

ficientemente curado para que no fluya al aplicarse conduc-

tores externos mediante soldadura por inmersién aproximada-
mente a 1822C, .Aunque la figura 2 muestra wn espacioivacio

entre el cuerpo 26 y el transistor 20, este espacio sé;lle-

- na por lo menos parcislmente, y preferiblemente por comple—

to, al fluidificarse algo el material termoendurecible du-

! .
rante le operacién de estabilizacién y/o durante las opera-

ciones de curado finales. Generalmente, puede usarse una

temperatura del orden de 121 a 1492C aproxiﬁadamente, duran
te unos 5 a 10 minutos, para efectuar ésta egtabiligzacién 6
fraguado inicial del material termoendurecible. Si se desea,
el materiel preformado puede curarse por comﬁleto en este
momento; sin embargo, para las gplicaciones en las que ha
de ﬁroporcionarse subsiguientemente un recubrimiento, el
completamiento del curadovpuede efectuarse simﬁlténeamente
con ol curado del recubrimiento protector.

Por la anterior descripcidn, puede comprenderse
qQue‘la provisidén de un material termoendurecible orgdnico

en un cuerpo preformado de acuerdo con esta invencién perni

~ te una definicién muy precisa del greado y colocgcién de pro

"teccidn contra el medio ambiente aplicada &l sustrato de

circuitos. ILa cantidad de meteriel termoendurecible y la
configuracion del revestimiento requerido para proporcionar
la necesaria proteccidn contra el medio ambiente, pueden
controlarse precisa y fécilmente mediante la propie confi-
guracién del cuerpo preformado. Como el meterial preforma-
do puede fijarse adhesivamente a la superficie del sustrato
sin que fluya después de la aplicacidn, el drea de aplica- !

cién depende principalmente de la colocacién por el opera-
~ )
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rio del cuerpo preformado, y no de una serie de variables
inherentes a las técnicas del arte anterior.
. Luego se fijan conductores externos 32 a 1a$ viag
conductoras 14, 16 y 18. Seguicdamente se aplica un récub:;
}

miento 34 de un materisl termoendurecible orgénico mediante

* técnicas convencionales, tales como pulverizacién 6 a pin-

?el, pero preferiblemente sumergiendo el conjunto (que ha
?ido precalentado en un horno a 149 - 1632C) en un lecho
fluidificado de un material termoendurecible orgdnico en
forma de polvo, en el que un flujo de aire én lenta ascen-

sién dilata el volumen de la masa de polvo mediente suspen—

‘'sién de sus particulas. El material termoendurecible sus-

pendido forma un revestimiento sobre las superficies exte-
rioreé del sustrato de circuitoé 12 y del cuerpo 26. Gene
relmente, se requieren'aproximadamente 6 segundos para ior
mar un revegtimiento de 254 milésimas de milimetro. Como
es bieﬁ reconoeido por los expertos en el arte, la tempers
tura y el tiempo dependen del particular material termoen-
durécible orgdnico usado. Como se indica anteriormente, el
material empleado para este recubrimiento es preferiblemen-
te el mismo que se usé para el cuerpo preformado, ﬁe manera
que haya una exacta igualacién de los coeficientes de dila-
tacién térmica.

Después de aplicarse ei recubrimiento, se cura el

conjunto en un horno a unos 149 - 1542C, durante 1,5 horas

aproximadamente. Si se desea, pueden emplearse técnicas

infrarrojas para acelerar el tiempo de curado. El tiempo
6 temperatura especificus empleados para curar dependen
grandemente del particular material fermoendurecible usado,

como es bien sabido por los expertos en el arte., ILa resul-
3
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- tante estructuré ge muestra en la figura 14d.

-

~ Conjuntos de circuitos eléctricos construidos de
acuerdo con esta invepcién, utilizando una resing epo%idi-
ca bisfendélica de "etapa-B" pulverizada para el cuerpé pre
5 formado y en un lecho fluidificado como recubrimiento,%han
mostrado una excelente resistencla al agrietamiento dufan-
Fe los ensayos de ciclo térmico, ademds de satisfacgr otros
;requisitos especificos de funcionamiento, tales como resig
tencia a la humedad, impedencia térmica, etc.. Unidades de
10. transistores asi producidas se somstieron a varios ciclos
entre -652C - 62¢C, durante 30 minutos y +1492C durante 30
minutos, sin ningén fallo. '
. Auvnque se ha descrito con detalle una version
preferide de esta invencidn, resultard evidente para los
.15, expertos en el arte que aquélla puede incorporarse de otra

manere, sin apartarse de su eapiritu y dmbito.
N O T A

Deserita sufioienﬁemente la naturaleza del inven
20. to, asi como la manera de realizarlo en la préctféa, debe
hacerse consfar que lag disposiciones anteriormente indicg
das gon susceptibles de modificaciones de detalle en cuan-~
t0 no alteren su principio fundamental; tembién se hace
, congtar que el invento se refiere & una sgolicitud de paten
25. te presentada en Norteamérica, con fecha 21 de agosto 1969,

bajo el nimero Ser, No. 862,582, acogiéndose por lo tanto,

e los beneficios que conceden los Convenios Internaciona-
les en vigor, siendo lo que constituye la esencia del refe -
- rido invento y por lo que se solicite Patente de Invencién

36. / por 20 afios en Espaefia, sobre: Procedimiento para proteger
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" contra el medio ambiente & componentes eléctricos’discretos

<

nontados sobre un medio de susbtentscidn; caraoteri&éndose

por lo siguiente:

'l.— Procedimiento para proteger contra el medio

_ x

5 ambiente & eqmponentes 9léctricos discretos montados sobre

un medio de sustentacién, caracterizado porque comprende la
preformacién de un primer material ltermoendurecible orgéni-
co en un cuerpb provisto de una cavidad suficiente para aco
modar dichos componentes eléctricos, la colocacién del cita

10. do cuerpo preformado sobre tales componentes, de manera que

éstos queden encajados dentro de dicha cavidad, y el calen-

tamiento del cuerpo preforﬁado a wna temperatura suficiente
parsa curar por lo menos parcialmente el primer material ter
moendurecible citado a un estado semiendurecido.

15. 2.~ Procediniento segtin la reivindicecién 1, ca-
racterizado porque el citado cuerpo se forme de manera que
presen%e un reborde periférico alrededor de dicha cavidad,
gue se coloca en contacto con la superficie del citado me-
dio’de sustentacidn, -

. 20, . 3.~ Procedimiento segtn la reivindicacién 2,.ces

racterizado porque dicho cuerpo preformado se fija adhesivemner

te al citado medio de sustentacién durante la operacién de co-
locacidén. _
4.~ Procedimiento segun la reivindicacién 3, ca-
25. racterizado porque comprende ademds la aplicacién de un Te-
cubrimiento de un segundo material fermoendurecible orgéni-
co sobre las subéfficies exteriores de dicho cuerpo prefor-

/ mado y del citado médio de’sustentacién, teniendo el segun-

do material termoepdureciblé un coeficiente de dilatacién

- térmica muy préximo‘al'dei primer material termoendurecible,




/4

I
'.,_mn BEIGT -,,
F 2 Lo

.

y el curado de ambos materiales terﬁoendureoibles para for-
mar un revestimiento protector endurecido.

5.~ Procedimiento segin la reivindicacién 4, ca~
racterizado porque el primer material termoendureciblé es
5. en forma de polvo y el citado cuerpo preformado se fo%ma me

diante compactacidn mecdnica de dicho polvo.

6.~ Procedimiento seglin la reivindicaciin 5, ca-

!

[racterizado porque le superficie de dich9 medio de susten-
‘tacidén se calienta a una temperatura predeterminada por en
10, cima del punto de rebiandecimiento del primer meterial ter
moendurecible, pero inferior & la que resulte nociva para
diehog componentes eldctricos.,
Te=~ Procedimiento segin la reivindicacién 1, ca-
. ractefizado porque cuando a la de proteger contra el medio
15. ambiente a un conjunto de circuitos eléetricos que tiene
por lo menos un componente eléctrico discreto, eléetricacen
te montado sobre un sustrato de circuitos, comprende la for
macién de un primer material termcendursecible orgdnico en
forme de copa, presentando egta copa unas dimensiones ta-
20, les que cubran una porcidén predeterminades del drea superfi
i cial del citado sustrato, presentando una cavidad configurada
para acomodar el referido componente eléctrico } estando
provista de un reborde periférico alrededor de dicha cavi-
+ dad; el calentamiento de la superficie del referido sustre-
25.. 4o & una temperaturs superior al punto de reblandecimiento

el primer materiael termoendurecible, pero inferior a la

que resulte nociva para el mencionado componente eléetrico;
la colocacidn de dicha copa formada, en posicidén invertida,
“ gobre el referido componente eléctrico, de manera que su re '

0, ; " Dborde periférico forme contacto con la citada superficie ca-
i "
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lentada y la mencionada copa formada recubra al coumponente

0

eléctrico; el adicional calentamiento del conjunto dﬁ;ante
un tiempo y & una temperatura suficientes para cﬁrar bor
lo menos parcialmente el primer meterial termoendurec%ble,
5 pero inferior a la temperatura que resulte nociva paré di-
| cho componente eléctrico; la splicacidn al conjunio de wn
‘recubrimiento protector final de un segundo material termo
‘endurecible orgédnico, teniendo dicho sezundo material ter-
moendurecible un coeficiente de dilatacién iérmica muy pré
10. ximo al del primer material termoendurecible; y el calenta
miento del dispositivo durante un tiempo y a una temperain
ra suficientes para curar los citados materiales termoendu
recibles primero y segundo a sus estados endurecidos.
8.~ Procedimiento segzin la reivindicacién T, ca-
- 15, racterizado porque el priﬁer naterial termoendurecible es
' en forma de polvo y la citada copa se forma mediante com-
pactacién mecédnica de dicho polvo.
. 9.~ Procedimiento segin la reivindicacién 8, ca-
racterizado porque el referido recubrimiento se gplica por
20, inmersidén del citado conjunto en un lecho fluidificado del
segundo maeterial termoendurecible en'fdiﬁa de ﬁolvo.
10.~ Procedimiento segun 1l reivindieacién 9, ca-~
. racterizado porgue log materiales termoendurecibles prime-
ro y segundo son del mismo naterial,

25. 1l.,~ Procedimiento segin la reivindicacidn 10, ca-

racterizado porgue los nateriales termoendurecibles prime-

ro y segundo comprenden una resina epoxidica bisfendlica.
12.- Procedimiento para proteger contra el medio

ambiente a componentes eléctricos discretos montados sobre

39,£ _ un medio de sustentacidén; tal y como queda sustancialmente

Al

-
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. descrito en la presente memoria e ilustrado en los| adjuntos
dibujos.
Esta memoria consta de diecisiete hojas dacritas
a-mé.quina por una soia' cara. |
|  Medria, 21 AGO, 1970
GLOBE-yNION INC.
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